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Opis wzoru

Przedmiotem wzoru uzytkowego jest uchwyt dla osadzania pokry¢ dielektrycznych w laserach
potprzewodnikowych, a zwlaszcza na linijkach laserowych.

W procesie wytwarzania laseréw pétprzewodnikowych duze znaczenie majg pokrycia dielek-
tryczne zwierciadet takimi warstwami jak SiO,, SizN4 czy Al,Os. Dla niektérych zastosowan niezbedne
jest aby zwierciadto lasera charakteryzowato sie wspétczynnikiem odbicia bliskim 100%, a to uzyskuje
sie zwykle przez naktadanie na zwierciadto lasera kilku warstw. Naktadanie warstwy czy tez warstw
wykonuje sie zwykle za pomocg rozpylania magnetronowego.

Znane urzadzenia magnetronowe posiadajg komore technologiczng, w ktérej znajduje sie ano-
da oraz katoda z ukladem magnetronowym. W zaleznosci od potrzeb technologicznych urzadzenia do
rozpylania magnetronowego wyposazone sg w réznego typu podstawki czy uchwyty, w ktérych
umieszczane sg podczas procesu elementy lub przyrzady. Takie uchwyty majg na celu odpowiednie
pozycjonowanie elementéw, przyrzadoéw czy struktur w trakcie procesu a jednoczesnie powinny uta-
twia¢ ich wktadanie czy tez wyjmowanie z komory technologicznej urzadzenia. Zwtaszcza, w przypad-
ku linijek laserowych, ktorych grubos¢ nie przekracza w zasadzie 140 um dokfadne ustawienie w ko-
morze technologicznej jest szczegdlnie istotne.

Celem wzoru uzytkowego jest opracowanie uchwytu przeznaczonego do pozycjonowania linijek
laserow potprzewodnikowych w komorze technologicznej urzadzenia do rozpylania magnetronowego,
uchwytu, ktéry utatwitby operowanie tymi elementami podczas naktadania kolejnych warstw dielek-
trycznych.

Uchwyt wedtug przedmiotowego wzoru uzytkowego ma postaé¢ prostopadtoscianu o dtugosci L
i szerokosci S mniejszych od srednicy targetu urzgdzenia do rozpylania magnetronowego. W $rodko-
wej czesci uchwyt posiada pionowe otwarte z trzech stron wneki, przy czym szerokos¢ tych wnek jest
w przyblizeniu réwna trzykrotnej grubosci umieszczanych w nich linijek laserowych.

Przedstawiony na rysunku uchwyt jest przeznaczony do pozycjonowania w komorze technolo-
gicznej urzadzenia do rozpylania magnetronowego, linijek laseréw pétprzewodnikowych o dtugosci
rezonatora do 2 mm.

Uchwyt ten wykonany jest z teflonu i ma posta¢ prostopadtoscianu. Dlugosé uchwytu L jest
mniejsza o okoto 60 mm od $rednicy (szerokosci) targetu, z ktérego proces osadzania zwierciadet jest
prowadzony. Natomiast szeroko$¢ uchwytu S jest rowniez mniejsza od $rednicy targetu i w przyblize-
niu jest réwna dtugosci linijek laserowych. Wysoko$¢ uchwytu H jest mnigj istotna i dobierana jest
w zaleznosci od indywidualnej konstrukcji stosowanego urzadzenia do rozpylania magnetronowego.
Wskazanym jest aby podczas procesu osadzania gérna powierzchnia uchwytu znajdowata sie w takiej
odlegtosci od targetu aby proces osadzania warstw dielektrycznych przebiegat prawidtowo. Uchwyt
w czesci srodkowej posiada pionowe otwarte z trzech stron wneki, w ktérych umieszcza sie linijki lase-
rowe. Najlepsze pokrycia dielektryczne uzyskuje sie kiedy powierzchnia linijki laserowej, na ktérej ma
by¢ osadzona warstwa dielektryczna znajduje sie u géry i pokrywa sie z gérng powierzchnig uchwytu
wyznaczong przez otwarte wneki. Ze wzgledu na duzy rezim technologiczny szerokos¢ wnek musi byé
odpowiednia. W proponowanym rozwigzaniu szerokos¢ ta jest trzykrotnie wieksza niz grubosci linijek
laserowych (czyli powierzchnia, na ktérej osadzamy warstwe dielektryczna). Taka konstrukcja uchwytu
znacznie zwieksza wydajnos¢ procesu i zapewnia odpowiednig jako$¢ pokry¢ dielektrycznych.

Zastrzezenie ochronne

Uchwyt dla osadzania pokry¢ dielektrycznych w laserach pétprzewodnikowych, za pomocg
urzadzenia do rozpylania magnetronowego, znamienny tym, ze ma postac¢ prostopadtoscianu, ktére-
go dtugosc L i szerokos¢ S sg mniejsze od srednicy targetu urzgdzenia do rozpylania magnetronowe-
go, i ktéry w srodkowej czesci posiada pionowe otwarte z trzech stron wneki, przy czym szerokosé
tych wnek jest w przyblizeniu réwna trzykrotnej grubosci umieszczanych w nich linijek laserowych.
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